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InFORMS®

不一致的焊接层厚度会导致应力集中，
从而影响可靠性。 
InFORMS®可帮助解决此问题。

难题:

解决方案：

常见 InFORMS®支撑高度：
预成型焊片要求

描述 支撑材料高度 部件尺寸（x & y） 部件尺寸 (z) 

LM04 100 微米 >10  毫米每边 >150 微米

LM06 150 微米 >10 毫米每边 >200 微米

LM08 200 微米 >10 毫米每边 >250 微米

SM04 100 微米 2.5–10 毫米 每边 >150 微米

ESM03 75 微米 .75–2.5 毫米每边 >125 微米
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InFORMS®

增强型架构复合型焊料
可提供预成型焊片或者卷带*产品
*专利审批中
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